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SolPol3: Research Program  Objectives 
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From novel Materials …  … to new Processes 

Backsheet lamination 
using preextruded films 
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Continuous processing of backsheet/embedding 
and frontsheet/embedding combinations 

Development Targets 
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In-line lamination Co-extrusion 

laminated  film 

extruded  film extruded 
layer 2 

extruded 
layer 1 

WP01: Implemented Characterization Methods and selected Results  Testing on Material, Film, Laminate and Module Level 

Chromatography 
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Microscopy 

(Optical, Confocal, 
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Topography of Embedding Film after 
Delamination from Glass (CM) 
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(DMA, Rheometry) 

Mechanical Testing 
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Aging Testing 

(dry and damp heat) 

IR/RamanSpectra of Backsheets 

 

Multilayer PET Backsheet (OM, IR, Raman) 
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UVChromatogram of Backsheet    
          (HPLC) 

MSSpectrum of Backsheet 
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Novel Backsheet Materials – 
Granules and Specimen 

 

Morphological Transition in Polyolefin 
(DSC+Raman) 
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Thermomechanics of Embedding Materials 

 

 
 
 
 

Encapsulation 
Materials 

Encapsulation  
Films 

Rigid and flexible 
PV Modules 

Integrated  
PV System 

2 µm 

WP02: Embedding Films 

WP03: Backsheets and Frontsheets 

WP04: 
Rigid  Modules 

WP05: 
Flexible Modules 

 
 
 

WP01: Performance Requirements and Test Methods 

Gaining new Insights via Advanced Methods and Method Combinations 


